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MEMORIA DESCRIPTIVA 1. 17'5;‘8§ i) ég

para solicitar
PATENTE DE INVENCION
en
E8PAN A
por VEINTE efios
a nombre de N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN, entided holande-
sa, establecida en Emmagingel 29, Eindhoven, Holanda, por:

"UN PROCEDIMIENTO DE PREFARAR UNA SOLDADURA BLANDA®,
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El invento se refiere a la preparscidn ds una sol-
dadura blanda y permite preparar una eoldadura de esta clase
que se distingue porgque al soldar log metales que ce someten &
esta operacidn con soldadura blanda se esparce muy fécilmente
sobre lss quperficies metélicae a goldar, lo cual ese puede a-
tribuir a une beja tensidn superficisl. Por soldadura blanda
ce entisnde aquf una soldesdurs que en lo egencial se compone de
uno o més de los metales plomo, egtafio o cadmio.

Seglin el invento, una soldadura blanda con un po-
der humectante mejorsdo como el degerito se puede Dreparar aﬁa;

diendo bigmuto a las soldaduras blandas habituales. Une mejo-
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re sceptable se obtlene ya con tzl cantided de bismuto gue el
tento por ciento del mismo en la soldadura ses del C,54% de pe-
co. Como limite superior del contenido de bismuto se admite
gegﬁn el invento un 40%. Adecuadamente se emplea una soldadu~
re con un contenido de bismuto de 5% de peso aproximedamente.

Une soldadura segln el invento ee ventajosa en to-
doe los cag0s en que ge deses un buen poder humectante. &l sol-
dar piezas dispuestes en &ngulo ensre s{, por ejemplo, =i =e
emplea el invento junto a le corturs de soldadura, el &ngulo
como en las soldaduras ordinariss no se llena también de solda-
dure, sino que éetas se esgparcen solo s=obre le superficle de
lag piezas & soldar.

El invento es de importancia para la soldadursa ce
objetos provistos de una capa metélica soldable delgada, por
ejemplo, de plata, cobre, hierro o sus aleaciones, aplicando &
fuego una mase metalizable en su caso con empleo de un vidrie-
do o de un esmalte. En electrotecnia, las pertes cerémicas
que se han de unir por soldadura entre g o con sustenciss me-
télicas, se proveen & menudo de dicha cepe metélica soldable,
por ejemplo, en los condensadorés, registencias, ai=lsdores de
peso 0 eimilares. También los meteles dificilmente soldable,
como el sluminio ¥ sus aslesciones, lseg alesciones de msegnesio
y muches sleaciones de hierrc pueden provesrsge de una cepsa me-—
talica soldable asplicada al fuego, antes de proceder & le ope-
racidn de soldedura. De esta maners se pueden soldar, por ejem-
plo, manguitos y cilindros de aleaclonee de 2luminio pars bobi-

nes, transformadores, distribuidores de ten=idn, eto. También
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una pleza de vidrio y de cuerzo se recubre muchas veces de une
capa metalica soldable y luego =e suelda. &l soldar de egte
menera objetos provistos de una capsa metflica aplicada 2l fue-
go resulta en muchos casos que la adherencia de la unién de
soldedura deja que dessar.

Emplesndo unea goldedura seglin el invento Tesulta
shora uns unién de soldadura deiadherencia mucho mejor. ZIEsto
debe atribuirse a que, a congecuencia de la buensa capacidad
humectante y de la gren fluidez de la =oldadura que contiense
bismuto, la misma ze difunhe rapidamente por el lugar de sol-
dadura, de menerz qQue & procego de goldadura solo requiere po-
co tiempo, a pesar de la ‘Yemperatura relativamente baja. &
consecuencia de esto, la capa metdlica aplicada a fuego solo
estd breve tiempd en contacto con la soldaedura caliente, En
lag moldadursg corrientes, que fluyen menos bien =obre el lu-
gar de la soldadurs, este tiempo de contacto eg més largo, de
manera que la delgadavcapa metélica aplicada & fuego ss disuel-
ve total o parcialmente en la goldadura caliente lo que deter-
mina una mela adherencie? Egte desprendimiento ze contrarres~
ta de tal manera empleando la eoldsdure con bismuto que se Ob-
tiene una adherencia considerablemente mejor.

_ Resultados especialmente buenos se obtienen con
una soldedurs de la siguiente composicidn: 36% de peso de egtafio
59% *  plomo
5% " bismuto
Esta soldadura se funde a unog 240% C; la temperatura de sol-

dadura aplicada es de unog 270¢ (.
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fista solicitud, que correeponde a la pre=zentada en
Holande, el 11 de ifarzo de 1944, bajo el kLlmero 115,705, se aco-
ge a los beneficios del artfculo 51 del Estatuto vigente sobre

Propiedad Industriel.

—— e g G e . s

Los puntos de invencidn propia ¥ nueva ¢ue se pre-
sentan para que =ean objeto de esta Patente de Invencidn en Eg~

Pafia, aon log =sigulientes:

l¢, Un procedimiento de preparar una eoldadurs
blanda, caracterizado por gue se prepare~ une soldadurs que en
egencial se compone de uno o mée de log metales plomo, egtaio
y cadmio, y ademés contiene de 0,5 a 40% de peso de bismuto,
adecuademente como un 5% de pesgo.

2%, Un procedimiento para soldar o recubrir al
fuego, en su caso con adicidn de un vidriado o un esmelte, ob-
jetos provistos de una caps metdlica soldable Por medio de unsa
soldadura blands, caracterizado por que se emplea una goldedu-
s que en egencia ge compone de uno o méeg de los metales plo-
mo, egtalp y cadmio, y edemés contiene de 0,5 a 40% y adecua-
demente como un 5% de peso de bismuto.

3¢, Un procedimisnto de preparar une soldadura
blends.

Tel y como



17%50v o

se ha degeritoc en la Memoris que antecede y peara lo= fines Que
se han sspecificado. '

| Egte Memoria conestsa de cuatro hojas y la presente
escritas @ méquina por une sola cara.

Medrid a ;’\ 9SEP. 1947

P. 4.

miﬁo de E”Qbﬁfﬁ

W/L/L.
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